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Abstract

반도체 소자의 고속화, 고집적화, 대용량화에 대한 요구가 대두되고 있다.  이에 따라 반도체 소자간 신호 전달용 금속 배선에 있어, 높은 전류 밀도와 빠른 응답 속도를 감당할 수 있는 낮은 저항의 금속과 유전율의 층간 절연막이 요구되었다.  배선으로 사용되는 물질은 알루미늄에서 구리로 전환이 되고 있으며 향후 다른 물질로 전환이 진행되고 있는 중이다.  다양한 물질을 이용하여 금속 배선을 형성하는 방법으로는 크게 진공증착을 이용한 건식공정과 도금을 이용한 습식공정 방식이 활용되고 있다.  특히 습식공정에는 화학적인 방법을 이용한 무전해도금과 유기첨가제를 기본으로 전기화학적 박막형성을 이용하는 전해도금/세정공정이 있으며, 반도체 공정에서의 습식공정은 반도체 중 interconnect, contact등 뿐만 아니라 반도체 packaging에서의 bump, pillar, solder 형성에 활용되고 있다.  응용분야 및 배선물질에 최적화된 배선형성 기술개발이 중요한 이슈로 대두되고 있는바, 본 강의에서는 반도체에 대한 전반적인 개요 및 습식공정에 대해서 다루고자 한다.
[image: image1.jpg]



Name: Won-Seob Cho
Title/ Position: Head of Semiconductor Research, BASF Electronic Materials R&D Center Asia
Company: BASF
Won-Seob Cho, Ph.D. is currently Head of Semiconductor Research at BASF Electronics Materials R&D Center Asia, located in Suwon, Korea. At the lab, his research teams are responsible for advanced chemical solutions in cleaning, plating, and planarization. Prior to taking his position at BASF 5 years ago, Won-Seob was Principal Researcher at Samsung SDI and Samsung Fine Chemicals, specializing in planarization and plating solutions. 

Won-Seob received a Ph.D. degree in Chemistry from University of Texas at Austin and was a postdoctoral fellow in Supra-molecular Chemistry at University of California at Los Angeles. He also co-authored “Anion Receptor Chemistry” book which is used widely as a reference in academic and professional levels.

Won-Seob with his wife has two children and lives in Suwon.


